(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

HeiBluftdiuse BGA 22x22mm -
Hakko N51-20

Artikel-Nr. HK-N51-20 Hersteller Hakko EAN 4962615047541

Ersatz-HeiRluftdiise fiir BGA mit 22x22mm Offnung fiir die Hakko

HeiRluft-Reworkstationen FR-810 und FR-810B. Entwickelt fir das
prazise Erhitzen von Ball-Grid-Array-Bauteilen beim Léten und Entléten. p % m
TECHNISCHE DATEN O 1

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080
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| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko N51-20 ist eine Prazisions-HeiRluftdise, die speziell fir das Rework von BGA-Bauteilen
(Ball Grid Array) entwickelt wurde. Mit einer 22x22mm groRen Offnung sorgt diese Diise fir eine
konzentrierte, gleichmaBige Warmeverteilung - ideal zum Léten und Entléten von SMD-Bauteilen mit
feinem Raster auf Leiterplatten.

I HAUPTMERKMALE

» BGA-optimiertes Diisendesign mit 22x22mm Offnung

Kompatibel mit den HeiSluft-Reworkstationen FR-810 und FR-810B
Prazise Warmekonzentration fur kontrollierte Temperaturprofile
Robuste Konstruktion flr eine lange Lebensdauer

Einfaches Anbringen und Abnehmen

| ANWENDUNGEN

Ideal fir Rework und Reparatur von BGA-Bauteilen, QFP-Gehausen mit feinem Raster und anderen
SMD-Bauteilen, die eine prazise Temperaturkontrolle erfordern. Geeignet sowohl fir die Produktion
als auch fur Reparaturumgebungen.
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